DOSSIER FABRICATION CARTE RX2019
MCC

Le dossier de fabrication doit contenir les données suivantes :

1. . Cahier des charges de I'objet technique

2. . Etude fonctionnelle
2.1 Fonction d'usage
2.2 Décomposition en fonction principale

2.3 Décomposition en fonction secondaire (si nécessaire)

3. . Etude Structurelle

3.1 Ftudes théoriques : détails, justifications des calculs et des
choix de composants

3.2 Validation de I'étude théorique : documents de simulation et
de test
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4. . Documents de fabrication

4.1 Schéma structurel.
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dossier fabrication carte RX2019 MCC

4.2 Typons (coté cuivre et coté composants)
4.2.1 Toutes couches
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4.2.2 Top
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4.2.3 Bottom
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dossier fabrication carte RX2019 MCC

4.3 Plan d'implantation et de pergage
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4.4 Nomenclature des composants

Catégorie Références Valeur info de fabrication
Capacitors Cc1 10pF

Capacitors Cc2 1uF

Integrated Circuits Ul SRF02

Integrated Circuits U2 LM1117 3Vv3

Integrated Circuits U3 SRF02

Integrated Circuits u4a NRF24L0O1CMS

Integrated Circuits us PIC18F26K22

Integrated Circuits ue L293D

Integrated Circuits u7 MODULE BLUETOOTH DAGU
Miscellaneous BUZ1 BUZZER

Miscellaneous J1 SERVO2PWM

Miscellaneous 12 SERVO1PWM
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dossier fabrication carte RX2019 MCC

Miscellaneous 13 PROG
Miscellaneous 14 MCC2
Miscellaneous 15 MCC1
Miscellaneous J6 ALIMMCC
Miscellaneous 17 LEDRGB1
Miscellaneous 18 LEDRGB1
Miscellaneous JP1 CHX ALIM MCC
Miscellaneous RV1 100K
Miscellaneous SW3 MCLR
Resistors R1 2.2K
Resistors R2 2.2K
Resistors R4 10k
Resistors R5 100

5. . Etude de mise en conformité
5.1 Les protocoles de test détaillés

5.2 Les chronogrammes et valeurs de mesurage obtenus

6. . Détail du colt
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